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兼容打印耗材芯片

1 范围

本文件规定了兼容打印耗材芯片（以下简称芯片）的外形结构及功能模块、要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于兼容打印耗材芯片的设计、制造和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包括储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.50 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy 恒定湿热 主要用于元件的加速试验

ANSI-ESD STM5.1 ESD Association Standard Test Method for Electrostatic Discharge

Sensitivity Testing–Human Body Model(HBM)

ANSI-ESD STM5.2 ESD Association Standard Test Method for Electrostatic Discharge

Sensitivity Testing–Machine Model (MM)

JESD 22-A102 加速水汽抵抗性-无偏置高压蒸煮实验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

裸片

指加工厂制造后的晶圆经测试、切割，未封装的颗粒。

3.2

芯片

指由PCB、裸片及外围器件组成的集成电路。

3.3

COB

COB全称板上芯片封装（Chips on Board），又称软包封，指在PCB板上，将已经引线键合后且电性

能合格的裸片用黑胶包封的一种封装方式。

http://www.pv265.com/hangye/hj/
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3.4

塑封

指先将裸片固定在引线框架上，用金属导线连接晶片焊盘与引线框管脚并构成所要求的电路，再用

环氧树脂加以模封得到独立芯片的一种封装方式。

3.5

测试向量

指对芯片功能单元发送特定的序列，以便高效实现线路和存储器检错。

3.6

存储耐久性

指对芯片存储单元运用特性测试向量反复擦/写/读且数据不出错的能力。

3.7

数据保持时间

指数据存储单元存储写入数据的保持时长。

3.8

专用测试平台

指包括中测设备、COB检测设备、写码设备、读码设备在内的，用于测试芯片功能和性能的硬件设

备及软件系统。

4 外形结构及功能模块

4.1 外形结构

芯片以 PCB作为基板，裸片采用塑封或 COB形式，PCB板上可贴装元器件，可含连接式触点。

图 1 芯片结构示例图

4.2 功能模块

芯片的功能模块一般由逻辑控制中心、数据存储器、认证算法、电源和内部振荡等功能单元组成，

如图2。各功能单元说明见表1。

https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%95%E7%BA%BF%E6%A1%86%E6%9E%B6
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端口说明：

符号 名称 端口说明

CLK 时钟 时钟信号，由打印机端提供

DATA 数据 数据接口，与打印机进行数据传输

GND 地 地端

VDD 电源 电源端

图 2 芯片功能模块示例图

表 1 芯片各功能单元说明

序号 单元名称 说明

1 逻辑控制中心
为设计者自行设计的数字逻辑单元，主要用来进行功能的实现，一般包含但不限于存

储器配置功能、外部通讯功能、测试功能、数据读写功能等。

2 数据存储器 主要指非易失性存储器，用于存储数据，一般包含但不限于Flash、MRAM。

3 认证算法
用于打印机身份认证，一般包含但不限于密钥协商、数据加壳、数据脱壳、ID认证等。

此单元跟逻辑控制中心共同组成芯片的核心部分。

4 电源 为芯片内部提供合适的电源，使芯片能够正常工作。

5 内部振荡 为芯片的数字逻辑提供时钟。
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芯片的工作方式一般采用串行通信方式。首先，打印机向芯片发送通讯命令，芯片在接收到正确的

命令后，由内部逻辑控制中心解析成相应的指令传递给芯片认证算法单元。然后，认证算法单元计算出

相应的算法结果，传递给逻辑控制中心反馈给打印机。

在整个工作过程中逻辑控制中心和芯片认证算法单元都会对数据存储器进行相应的读写操作，以达

到信息交互的目的。

5 要求

5.1 外观

芯片外观应符合表2规定的要求。

表 2 芯片外观要求

序号 项目 要求 备注

1 黑胶

1、芯片黑胶范围不得超出丝印防溢圈。

2、黑胶表面光滑饱满，无显见气孔、裂纹，无分层现象。

3、黑胶表面无凸起和凹陷现象。

针对COB

芯片

2 塑封
1、塑封胶壳无破损，表面丝印清晰。

2、焊盘引脚焊接牢固，无脱焊。

针对塑封

芯片

3 PCB 板

1、PCB板无分层。

2、PCB板分割边无拉丝。

3、PCB表面丝印清晰，无晕染。

4 触点
1、芯片触点表面色泽均匀，无显见色斑。

2、芯片触点表面无沾锡、粘胶、印迹、划伤、凹坑及其他异物附着。

针对具有触

点芯片

5 阻焊层与丝印

1、芯片表面阻焊层无显见的水印、划伤、油污、黑胶、助焊剂及其

他异物附着。

2、芯片表面丝印字符清晰，无漏印、少印、错印、偏移、字迹模糊

等现象。

6 元器件

1、各元器件表面丝印清晰，无晕染。

2、管脚无断裂、弯曲。

3、焊接无脱焊。

针对具有元

器件芯片

7 打标

1、打标内容正确、清晰易于识别。

2、无漏打标。

3、无字符漏打、多打、错打等现象。

4、打标位置正确无偏移。
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5.2 尺寸

5.2.1 芯片的尺寸应与配套的墨盒/硒鼓的开槽尺寸相兼容，耗材芯片毛边误差范围控制在±0.1 mm。

5.2.2 PCB 板的长度、宽度和厚度尺寸误差范围控制在±0.1 mm。

5.2.3 涉及有微割边的 PCB 板子，芯片毛边误差范围控制在-0.1 mm～+0.3 mm 之间。

5.2.4 黑胶高度在不能外露裸片和绑线的前提下，尺寸控制在≤1 mm。

5.3 静态特性

芯片静态特性参数应符合表3规定的要求。

表 3 芯片静态特性参数

序号 参数 条件 要求 单位

1 工作电流（IDD） Ta=25 ℃，VDD=3.3 V ≤10 mA

2 输出高电平电压（VOH） Ta=25 ℃，VDD=3.3 V ≥3.0 V

3 输出低电平电压（VOL） Ta=25 ℃，VDD=3.3 V ≤0.2 V

4 输入高电平电压（VIH） Ta=25 ℃ ≥0.7* VDD V

5 输入低电平电压（VIL） Ta=25 ℃ ≤0.3* VDD V

6 输入漏电流（ILI） Ta=25 ℃，Vin=3.3 V ≤5 μA

7 输出漏电流（ILO） Ta=25 ℃，Vout=3.3 V ≤5 μA

5.4 动态特性

芯片动态特性参数应符合表4规定的要求。

表 4 芯片动态特性参数

序号 参数 条件 要求 单位

1 输入上升沿时间（tr）

Ta=25 ℃

≤0.3 μS

2 输入下降沿时间（tf） ≤0.3 μS

3 低电平脉宽（Tlow） ≥0.1 μS

4 高电平脉宽（tHIGH） ≥0.1 μS

5 时钟频率（FC） ≥1 MHz

5.5 存储耐久性

在25 ℃条件下，芯片存储耐久性应不小于100,000次。

5.6 数据保持时间

在25 ℃条件下，芯片存储数据保存时间应不小于10年。

5.7 功能

芯片功能应达到表5规定的要求。
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表 5 芯片功能要求

序号 功能项 要求

1 数据写读功能 对芯片写入数据并读取确认，无数据错误。

2 打印机认机功能

1、反复开关机20次以上，全过程无报错。

2、反复开关盖20次以上，全过程无报错。

3、反复插拔墨盒/硒鼓20次以上，全过程无报错

3 打印机打印/复印功能
1、打印标准测试页至墨/粉量耗尽，全过程无报错。

2、复印标准测试页至墨/粉量耗尽，全过程无报错。

4 兼容性 与原装芯片及其它兼容耗材芯片组合上机，仍能满足功能项2和功能项3的要求。

5 打印机异常状态下的稳定性
在打印机工作过程中人为制造异常，重新开机后仍能满足功能项2和功能项3的要

求。人为制造异常包括但不限于打印机异常断电、异常卡纸、打印任务取消。

6 耗墨/粉量 满墨/粉的芯片打印标准测试页至墨/粉耗尽，打印页数和原装偏差在±5%以内。

5.8 环境可靠性

经高温通电、低温通电、高温高湿通电、温度循环、高压蒸煮（PCT）、抗静电（ESD）、盐雾等项

目试验后，芯片电特性仍应符合本文件 5.3、5.4和 5.5、5.6的要求。

6 试验方法

6.1 外观

在下列条件下进行目检：

a) 视力要求：具有正常视力（含矫正）1.0 及以上视力和色感；

b) 光照度要求：日光灯 600 LUX～800 LUX；

c) 眼睛与被测物距离：30 cm～45 cm；

d) 检查角度：以垂直正视为准±45 度；

有争议时可将被检验品置于 10 倍以上放大镜下查看。

6.2 尺寸

用光学检测仪进行测量。

6.3 静态特性

将测试样品放置于专用测试平台上，按表3的测试条件分别测试各项静态特性参数。

6.4 动态特性

将测试样品放置于专用测试平台上，在25 ℃室温下，分别测试各项动态特性参数。

6.5 存储耐久性

将测试样品放置于专用测试平台上，在85 ℃温度条件下，按下列次序进行测试：

a) 向整个存储器写入测试向量；
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b) 擦除存储内容；

c) 循环 a、b 步骤，1000 个循环；

d) 与首次写入的测试向量对比，验证擦/写数据是否正确。

6.6 数据保持时间

将测试样品放置于专用测试平台上按下列次序进行测试：

a) 整个存储器擦/写成目标数值（根据存储器类型不同，存储数据为“0xFF”或“0x00”）；

b) 高温老化测试（根据存储器类型不同，设定不同的温度、时间，典型参数要求见表 6）；

c) 常温（25 ℃）条件下,测试存储内容是否为目标数值。

表 6 高温老化测试参数

序号 存储器类型 温度 时间

1 MRAM 85 ℃ 4 小时

2 FLASH 250 ℃ 72 小时

6.7 功能

按表7内容进行功能测试。

表 7 芯片功能测试

序号 功能项 测试项目 测试方法 所用设备

1 数据写读功能
反复写读码测

试
用测试设备对芯片写入数据并读取确认。 写、读码设备

2 打印机认机功能

开关机测试 重复20次开关机动作。 打印机

开关盖测试 重复20次开关盖动作。 打印机

反复装机测试 重复20次墨盒/硒鼓装取动作。 打印机

3 打印机打印/复印功能

打印测试 发送打印命令，执行打印操作。 打印机

复印测试 使用打印机复印功能，执行复印操作。 打印机

4 兼容性 兼容测试
与原装芯片及其它兼容耗材芯片组合上机，并进

行表内第2、3项操作。
打印机

5
打印机异常状态下的稳

定性

异常断电 在打印状态下，人为断电后再次通电恢复打印。 打印机

卡纸测试
在打印状态下，人为制造卡纸，取出卡纸后恢复

打印。
打印机

打印任务取消 在打印状态下，人为取消打印任务后恢复打印。 打印机

6 耗墨/粉量 耗墨/粉量测试
满墨/粉的芯片打印标准测试页至墨/粉耗尽，统

计周期内可打印页数及消耗的墨/粉量。
打印机
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6.8 环境可靠性

按照表8试验条件进行可靠性试验，试验后用专业测试平台测试是否符合本文件5.3、5.4、5.5、5.6

规定的要求。

表 8 可靠性试验项目及方法

分组 试验项目 试验条件
判定标准

试验方法标准
样品数量 n 允收水平

A1 高温通电
Ta=85 ℃，1.1*VDD

t=240 H
20 Ac=0；Re=1 GB/T 2423.1

A2 低温通电
Ta=-25 ℃，1.1*VDD

t=96 H
20 Ac=0；Re=1 GB/T 2423.2

A3 高温高湿通电

Ta=85 ℃，RH=85%

1.1*VDD

t=504 H

20 Ac=0；Re=1 GB/T 2423.50

A4 温度循环

Ta=-25 ℃，10 min

Ts=10 ℃/min(温度变化速率)

Tb=85 ℃，10 min

100 Cycles

20 Ac=0；Re=1 GB/T 2423.22

A5
高压蒸煮

（PCT）

Ta=121 ℃

P=205 Kpa，RH=100%

T=96 H

20 Ac=0；Re=1 JESD22-A102-C

A6
抗静电

（ESD）

带电机器放电模式(MM)：

≥200 V，Class 2
20 Ac=0；Re=1 ANSI-ESD STM5.1

人体放电模式(HBM)：

≥2000 V，Class M3
20 Ac=0；Re=1 ANSI-ESD STM5.2

A7 盐雾

试剂浓度:5%±0.1%NaCl；

试剂 PH 值：6.5～7.2；

连续喷雾时间：24 H；

喷雾量：1.8 mL/80 cm
2
/h

20 Ac=0；Re=1 GB/T 2423.17

注：A1-A7为破坏性试验，每组需单独提供样品。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式试验。

7.2 出厂检验
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7.2.1 产品经品质部门按本标准检验合格并出具检验合格证后方能出厂。

7.2.2 出厂产品检验项目为外观、尺寸和读码测试。

7.2.3 抽样方案见表 9。

表 9 出厂检验抽样方案

序号 项目 试验方法 抽样方案

1 外观 见本文件 6.1 全检；Ac=0；Re=1

2 尺寸 见本文件 6.2 n=10；Ac=0；Re=1

3 读码测试 见本文件 6.7
N≤50，n=2；50＜N≤500，n=5；N＞

500，n=10；Ac=0；Re=1

7.3 型式试验

7.3.1 正常批量生产时每 2 年进行一次，有下列情况之一的也需进行型式试验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时。

7.3.2 除新产品外，型式试验样品应从出厂检验合格的产品中按实际需要（求）量随机抽取。

7.3.3 试验项目为第 5 章中的全部内容（见表 10）。

表 10 型式试验项目

序号 项目 试验方法 抽样方案

1 外观 见本文件 6.1 n=20；Ac=0；Re=1

2 尺寸 见本文件 6.2 n=20；Ac=0；Re=1

3 动态特性 见本文件 6.3 n=20；Ac=0；Re=1

4 静态特性 见本文件 6.4 n=20；Ac=0；Re=1

5 存储耐久性 见本文件 6.5 n=20；Ac=0；Re=1

6 数据保持时间 见本文件 6.6 n=20；Ac=0；Re=1

7 功能 见本文件 6.7 n=20；Ac=0；Re=1

8 环境可靠性 见本文件 6.8 n=20*7；Ac=0；Re=1

7.4 判定规则

7.4.1 出厂检验时，所有项目检验合格，判定该批产品合格；有一项检验不合格，判定该批产品不合

格。外观和尺寸不合格的产品不可返工，直接报废处理；读码不合格的产品可重新写码，再次读码测试，

测试合格判定该批产品合格。
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7.4.2 型式试验时，所有项目合格，则判定型式试验合格；如有一项不合格，允许加倍取样对不合格

项进行复检。复检后，若全部符合本文件要求时，判定型试验合格，否则为不合格。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 内包装标签内容应包括：

a) 客户代码；

a) 耗材型号及版本；

b) 品名；

c) 数量；

d) 出厂日期；

e) 该产品的二维码。

8.1.2 外包装标签应有如下内容：

a) 客户订单号；

b) 客户代码；

c) 品名；

d) 数量；

e) 出厂日期；

f) QA 检验章。

8.1.3 包装箱上的储运图示标志按 GB/T 191 的规定选择使用。

8.2 包装

8.2.1 封箱前须用气泡棉将箱内四周做铺垫，避免产品在箱内晃动。

8.2.2 包装箱内最小包装盒（袋）应贴有内包装标签。

8.2.3 包装标签应牢固贴在包装箱醒目位置，不应有褪色、脱落现象发生。

8.2.4 包装箱应符合防潮、防尘及防振的要求。

8.3 运输

8.3.1 包装后的产品应能以任何交通工具进行运输。

8.3.2 在运输时不得装在敞开的船舱和车厢中。

8.3.3 在运输过程中不应和易燃、易爆、易腐蚀的物品混装，并且产品不应经受雨雪或液体物质的淋

袭与机械损伤。

8.4 贮存

8.4.1 贮存时，产品宜放在原包装箱内，不得存放在露天仓库中。

8.4.2 存放产品的仓库环境温度为-20 ℃～40 ℃，相对湿度为 30%～85%。

8.4.3 仓库内不应有各种有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且应无强烈的机械

振动、冲击和强磁场作用。

8.4.4 包装箱应垫离地面不低于 20 cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口及空气入口不小于 50 cm。
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8.4.5 若无其他规定时，贮存期一般为 12 个月。若在制造厂存放期超过 12 个月，则应在出厂前重新

进行交收检验。

_________________________________
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